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１．概要（Summary） 

気液相変化時の蒸発潜熱を利用したスプレー冷却器

の除熱過程を理解するためには、基礎的な物理過程とし

て単一液滴の加熱面衝突現象を適切に理解する必要が

ある。本研究では、加熱面表面の局所的な熱流束分布を

測定するための高速度・高密度熱電対アレイを形成し、

液滴衝突時の温度変化を高時間/空間分解能で計測する

試みを進めている。昨年度、液滴衝突時の局所的な温度

変化と三相界面の動きを関連付けるデータを取得するこ

とに成功したが、薄膜熱電対のゼーベック係数（温度-電

位差）がバルク物性と異なる可能性が示唆されており、温

度データとしての信頼性に課題を有している。今年度は

異なる膜厚での熱電対アレイ試作とキャリブレーション試

験（Fig. 1）を実施し、ゼーベック係数の評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、スパッタ成膜装置(芝浦) 

【実験方法】 

透明な両面研磨サファイア基板に対して二層レジストを

塗布し、パターンを露光/現像した後、電極材料をスパッタ

により成膜し、リフトオフを行った（陽極・負極の 2 サイクル

実施）。同手法による熱電対アレイ製作に関してはいくつ

かの先行報告[1]があるが、陽極・負極の材料の組み合わ

せは本研究独自のものである。今年度は正極層/負極層

の膜厚を変化させて熱電対アレイを試作し、その測温部

にT型熱電対を貼り付けることで、実際の温度と薄膜熱電

対の出力電圧の関係を整理し、正極/負極のバルク材に

対するゼーベック係数との比較を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

過去の試験において膜厚 300 nm の場合はゼーベッ

ク係数はバルク物性とほぼ同一であり、膜厚 50 nm では

約 9割の値だったが、膜厚 50 nm と 20 nmの間には有

意な差異は見られなかった。文献[2]では、別の材料で構

成された薄膜熱電対のゼーベック係数が膜厚減少により

著しく減少することが報告されているが、本研究で見られ

ている減少幅は比較的小さい。今後、更なる試作・評価を

進め、原因究明を行う予定である。 
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Fig. 1 Calibration of Fe-Ni thermocouple array.  


